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1. Сформулируйте общие проблемы задачи трассировки печатных плат

2. Опишите систему Sprint Layout

3. Опишите систему KiCAD

4. Опишите пакет TopoR

5. Опишите систему Eagle

6. Опишите пакет P-CAD

7. Опишите систему Altium Designer

8. Опишите систему Mentor Graphics PADS


9. Опишите систему NI Ultiboard

10. Опишите систему CAM350


11. Раскройте понятие "технологическая подготовка печатных плат к производству"

12. Классифицируйте набор современных программ для подготовки печатных плат к производству


13. Опишите систему CAM 350


14. Изложите методику ввода и вывода файлов различных форматов для CAM350

15. Опишите апертуры и таблицы апертур

16. Основные способы редактирования объектов для CAM350

17. Опишите подготовку данных для тестирующих систем (тестовые точки, экспортирование данных в формат Probot)
18. Перечислите типовые способы редактирования объектов для CAM350

19. Изложите вопрос сопряжения с оборудованием
20. Изложите суть типовой методики мультипликации плат на заготовку

21. Объясните, что из себя представляют и как проявляются перекрестные помехи и электромагнитные помехи (1)
22. Перечислите  пути уменьшения электромагнитных помех (2)
23. Приведите типовые ошибки при проектировании печатных плат (3)
24. Приведите классификацию печатных плат (4)
25. Опишите методику выбора количества слоёв для печатной платы (5)
26. Опишите правила, которые нужно соблюдать, чтобы выполнить заземление на печатной плате технически грамотно (6)
27. Объясните, почему переходные отверстия негативно влияют на функционирование конечного изделия (7)
28. Объясните, как блокировочные конденсаторы помогают снижать помехи (8)
29. Приведите типовые рекомендации по выбору диаметра монтажного отверстия (9)
30. Приведите типовые рекомендации по трассировке цепи питания микроконтроллера (10)
31. Приведите типовые рекомендации по подводке проводников к контактным площадкам (11)
32. Приведите типовые рекомендации по выбору сетке размещения компонентов на плате (12)
33. Приведите типовые рекомендации по трассировке высокоскоростных схем

34. Объясните, что из себя представляет и для чего применяется термальный барьер?

Задачи

· Расчет ширины проводников

· Расчет электрических параметров печатной платы

· Расчет диаметров контактных площадок монтажных отверстий

Серым – вопросы модуля 1, которые не войдут в досрочную сдачу 

